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(54) WALZENAUFTRAG VON LACKEN UND HOLZOBERFLACHEN

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
schichtung von Substraten mit offenen Poren und/ Sub-
straten mit einer strukturierten Oberflache, umfassend
die folgenden Verfahrensschritte:

a) Bereitstellen eines Substrats mit offenen Poren
und/oder einer strukturierten Oberflache

Figur 1 a)

b) Aufbringen einer Versiegelungsschicht, bevorzugt mit-
tels einer Walze A und B (Spachtel- oder Reversmaschi-
ne)

c) Teilweises Entfernen der Versiegelungsschicht aus
den Poren und/oder von der strukturierten Oberflache
mittels einer Walze C.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Auftragung von Lacken auf Holzoberflachen mit Wal-
zen.

Stand der Technik

[0002] Lackauftrag auf Holzoberflachen (Vollholz, fur-
nierte Holzwerkstoffe) kann durch unterschiedliche Ver-
fahren erfolgen. Bekannt sind insbesondere im Bereich
der Lackaufbringung im industriellen MaRstab sowohl
Spritz-, GieR- als auch Walzverfahren. Am haufigsten
werden Spritzverfahren eingesetzt, da hierbei alle For-
men und Farben verarbeitet werden kdnnen. Nachteile
wie hohe Lackverluste etc. werden in Kauf genommen.
Bei Giellverfahren durchlaufen im wesentlichen ebene
und wenig geformte Substrate einen Lackvorhang, um
so einen gleichmaRigen Lackauftrag zu sichern. Dieses
Verfahren wird beispielsweise zur Erzielung von qualita-
tiv hochwertigen glatten Decklackauftragen eingesetzt,
beispielsweise bei der industriellen Fertigung von Tiren
und Mébelfronten. Walzenauftragungsverfahren werden
bei der Beschichtung von planen Substraten eingesetzt.
Der Lack wird dabei typischerweise mittels einer rotie-
renden Gummiwalze (Auftragswalze) auf das Substrat
aufgetragen. Die Dosierung erfolgt mithilfe einer Dosier-
walze und /oder durch Einstellung von Anpressdruck der
Gummiwalze bzw. Spaltbreite zwischen Dosier- und Auf-
tragswalze. Der Lackauftrag kann bei Walzenauftra-
gungsverfahren in gleichlaufender oder gegenlaufender
Weise betrieben werden. Beide Systeme kénnen auch
in Kombination eingesetzt werden. So wird in einem ers-
ten gleichlaufenden Walzenauftragungsschritt der Lack
auf das Substrat aufgebracht, so dass sich insbesondere
Holzporen und Furnierfugen gefillt werden. Im darauf-
folgenden gegenlaufenden Walzenauftragungsschritt
wird die aufgetragene Lackschicht optimal gegléattet, so
dass hochwertige, strukturfreie, glatte Oberflachen er-
halten werden.

[0003] Holzoberflachen sollen heute wie unbehandel-
tes Holz aussehen, jedoch die Bestandigkeit und die Gu-
te von lackierten oder von Kunststoffoberflachen aufwei-
sen. Dieses kann nur erreicht werden, wenn die verwen-
deten Lacke einen hohen Mattgrad aufweisen und die
Holzoberflache fehlerfrei und vollstandig umschlieRen.
Bei der Beschichtung von offenporigem Holz (insbeson-
dere geblrstete Eiche) ist die Beschichtung der tiefen
Poren problematisch. Entweder ist die Pore in der Tiefe
auch nach der Lackierung nicht benetzt und damit unge-
schutzt, oder die Pore ist vollstdndig mit Lack gefiillt und
die Holzoberflache l1aRt keine Porenstruktur mehr erken-
nen. Ahnliches gilt auch bei strukturierten Oberflachen,
bei denen konventionelle Lackauftragungen dazu fihren
kénnen, dass entweder Teilbereiche nicht oder nur un-
geniigend mit Lack bedeckt werden oder durch einen
UbermaRig starken Lackauftrag die Strukturierung der
Oberflache verlorengeht.
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Ziel der Erfindung

[0004] Die vorliegende Erfindung stellt sich also die
Aufgabe, ein Verfahren zur Beschichtung von Holz oder
Holzwerkstoffen mit offenen Poren und/oder Strukturie-
rung zur Verfligung zu stellen, bei dem auch nach dem
Beschichten die Porenstruktur bzw. die Strukturierung
optisch sichtbar bleibt, obwohl die Poren durch einen ge-
schlossenen Lackfilm versiegelt und gegen Eindringen
von Feuchtigkeit oder Schmutz geschiitzt sind bzw. alle
Bereiche der strukturierten Oberflache mit einem ge-
schlossenen Lackfilm versiegelt sind. Insbesondere be-
trifft die vorliegende Erfindung die Beschichtung von
Substraten mit offenen Poren, wodurch die Poren so mit
Lack geflllt werden, dass sie den Anforderungen an eine
lackierte Holzoberflache (z. B. DIN EN 68861-1 Mdbelo-
berflachen, Verhalten bei chemischer Beanspruchung)
gentigen, aber trotzdem eine optisch offene Porenstruk-
tur sichtbar bleibt.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0005] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach
Anspruch 1 geldst. Bevorzugte Ausfiihrungsformen fin-
den sich in den Unteranspriichen 2 bis 10 sowie in der
nachfolgenden Beschreibung.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0006] Figuren 1 a)und 1 b) zeigen schematisch Teil-
bereiche einer Lackauftragungsvorrichtung, geeignet
zur Durchfiihrung des erfindungsgemalen Verfahrens.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0007] Die Erfindung stellt also ein Verfahren zur Be-
schichtung von Substraten (Holz- oder Holzwerkstoffe)
zur Verfligung, wie in Anspruch 1 definiert. Bevorzugte
Ausgestaltungen sind in den Unteranspriichen und der
nachfolgenden Beschreibung angegeben. Anwen-
dungsmoglichkeiten sind die Beschichtung plattenférmi-
ger Werkstoffe mit einer strukturierten oder porenhalti-
gen Oberflache, wie z. B. Parkett, furnierte Spanplatten
oder Faserplatten (MDF- oder HDF-Platten). Haufig ist
das Holzmaterial der zu beschichtenden Oberflache Ei-
che oder Esche. Das erfindungsgemaRe Verfahren eig-
net sich insbesondere zur Beschichtung von Eichenpar-
kett und Eichenfurnieren.

[0008] In Ausfihrungsformen kann dieses Verfahren
die folgenden Verfahrensschritte umfassen:

a) Bereitstellen eines Substrats (z.B. in der Form ei-
ner Tragerplatte aus Holz oder Holzwerkstoff) mit
offenen Poren und/oder einer strukturierten Oberfl&-
che. Mit einer Beschichtungsvorrichtung zum Auf-
trag von Lack, wie schematisch in Figur 1 a) gezeigt,
kann aufein derartiges Substrat eine Versiegelungs-
schicht aufgebracht werden. Der Ausdruck Versie-
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gelungsschicht bezeichnet dabei z.B. eine Lack-
schicht, die das Substrat vollstédndig beispielsweise
gegenuber dem Einfluss von Wasser schiitzt. Auf-
getragen wird dabei Ublicherweise eine Formulie-
rung geeigneter Zusammensetzung, die nach einer
zuséatzlichen Behandlung, wie einer Aushartung die
endgultige Versiegelungsschicht ergibt.

b) Aufbringen einer Versiegelungsschicht (z. B. ein
UV hartender Lack) mittels einer Walze A. Dazu wird
beispielsweise, wie in Figur 1 a) schematisch ge-
zeigt, das Substrat in der durch den Pfeil gezeigten
Transportrichtung mit der Auftragswalze A in Kon-
takt gebracht. Die Dosierung des Materials fir die
Versiegelungsschicht kann durch die ebenfalls ge-
zeigte Dosierwalze (in der Figur links neben der Wal-
ze A) erfolgen.

c) vorzugsweise Verteilen der Versiegelungsschicht
mittels einer Walze B. (dies kann die Benetzung der
Holzpore bis in die Tiefe durch tGberschissiges Ver-
siegelungsmaterial verbessern). In Figur 1 a) ist die-
se Spachtelwalze B rechts neben der Auftragungs-
walze gezeigt. Diese Walze ist, wie schematisch ge-
zeigt, vorzugsweise in unmittelbarer Nahe zur Walze
Avorgesehen. Diese Walze kann auch dazu dienen,
bereits einen Teil des aufgebrachten Materials der
Versiegelungsschicht zu entfernen. Geeignete Aus-
gestaltungen sowohl der Walze A als auch derWalze
B sind dem Fachmann bekannt. Die Kombination
von Auftragswalze, Walze A und B ist auch als
Spachtelmaschine bekannt. Ebenso kann eine Re-
versmaschine an dieser Stelle verwendet werden.

d) Teilweises Entfernen der Versiegelungsschicht
aus den Poren mittels einer Walze C (hierdurch wird
die Poren-Struktur des Holzes wieder sichtbar). Die-
se Walze, gezeigt in Figur 1 b) ist vorzugsweise als
Glattwalze ausgestaltet. Auch hier kann vorzugswei-
se erneut eine Dosierwalze in Kombination mit der
Walze C vorgesehen werden, wobei die Auftra-
gungsmenge des Materials flur die Versiegelungs-
schicht hier so eingestellt ist, dass lediglich ein Mi-
nimalauftrag erfolgt, so dass in Summe Material ent-
ferntwird. Auchin Figur 1 b) ist die Transportrichtung
des Substrats durch den Pfeil angegeben.

e) Ausharten der Versiegelungsschicht, z. B mit UV-
Licht.

[0009] Uberraschenderweise hat sich gezeigt, dass
durch den Einsatz einer zusatzlichen Walze C ein Teil
derin die Poren eingedrungene Lackmenge vor der Aus-
hartung einfach wieder entfernt werden kann, ohne dass
die Versiegelung der Poren als solches beeintrachtigt
wird, so dass die gewtinschte offenporige Struktur erhal-
ten wird. Nach Ausharten der Versiegelungsschicht ist
die Pore zwar in der Tiefe benetzt und damit wasserdicht
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beschichtet, trotzdem ist die Porenstruktur sichtbar und
entspricht optisch einer natlirlichen Holzoberflache. Die
oben genannte Aufgabe wird also durch die Verwendung
einer zusatzlichen Walze im Beschichtungsverfahren ge-
l6st. Diese Walze entfernt Gberschissigen Lack aus der
Holzpore nachdem diese vollstandig mit Lack gefiillt wur-
de.

[0010] Die aufzubringenden Mengen an Material fiir
die Versiegelungsschicht hdngen von der Viskositat des
Lackes, der Vorschubgeschwindigkeit der Walzen, so-
wie der Saugfahigkeit bzw. Porositat des Untergrundes
ab. Ein Fachmann kann die erfindungsgemaR notwen-
digen Einstellungen und Verfahrensparameter durch ein-
fache Vorversuche ermitteln, um eine erfindungsgema-
Re Versiegelung auf unterschiedlichen Substraten zu er-
reichen. Wesentlich, wie bereits ausgefihrt und auch
durch das nachfolgende Beispiel belegt, ist der Einsatz
der Walze C, um in die Poren eingedrungenes Material
fur die Versiegelungsschicht vor der Aushartung zu ent-
fernen, um so die Struktur/Offenporigkeit sichtbar zu ma-
chen, ohne die Versiegelung nachteilig zu beeintrachti-
gen. Im Rahmen der zur vorliegenden Erfindung fiihren-
den Untersuchungen hat sich in diesem Zusammenhang
gezeigt, dass der Einsatz der Walze C kritisch ist (und
nicht die letztendlich verbleibende Auftragungsmenge),
da beispielsweise Vergleichsuntersuchungen lediglich
mit Walze A oder mit Walze A und B (bei gleicher ver-
bleibenden Auftragungsmenge) nicht den erfindungsge-
malen Effekt zeigt.

[0011] Fdur die einzelnen oben genannten Verfahrens-
schritte kdnnen folgende Ausflihrungsformen insbeson-
dere Anwendung finden:

a) Das bereitgestellte Substrat ist bevorzugt aus Ei-
che oder ein Holzwerkstoff mit einer Holzoberflache
aus Eiche (Furnier). Vor dem Lackauftrag kann die-
ses bevorzugtaber auch jedes andere hier beschrie-
bene Substrat bekannten Oberflichenbehandlun-
gen unterworfen werden, wie einer Schleifbehand-
lung (z.B. Rohholzschliff z. B. 120, 150, 180). Die zu
beschichtende Oberflaiche kann auch mit einem
Haftprimer oder einer Beize vorbehandelt sein.

b) Das Aufbringen einer Versiegelungsschicht (z. B.
ein UV hartender Lack), bevorzugt mit einer typi-
schen Lackauftragungsmenge von 20-100 g/m2,
starker bevorzugt 40 bis 80 g/m2, kann mittels einer
Spachtelmaschine erfolgen (Auftragswalze A und
Spachtelwalze B) oder ahnlichem Verfahren (Re-
versmaschine). Dieser Materialauftrag wird hier
auch als Auftrag eines Materials fir die Versiege-
lungsschicht bezeichnet. Hierdurch wird mit viel
Uberschiussigem Material (Lack) die Oberflache be-
schichtet, so dass die Versieglung der Pore gesi-
chert ist. Insbesondere wird durch die zweite Walze
B gesichert, dass eine ausreichende Menge des
Lacks in die Poren eindringt. In einer Ausflihrungs-
form dient diese zweite Walze lediglich dazu, das
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Eindringen des Materials fir die Versiegelungs-
schicht in die Poren des Substrats zu sichern. Be-
vorzugt wird diese Behandlung allerdings so durch-
geflhrt, dass gleichzeitig bereits eine gewisse Men-
ge des aufgebrachten Lacks wieder entfernt wird.
Dem Fachmann sind die dazu notwendigen Einstel-
lungen fir die zweite Walze bekannt, bzw. er kann
diese durch einfache Vorversuche herausfinden. In
dieser bevorzugten Ausfiihrungsform werden etwa
10 bis 40%, bevorzugt 15 bis 25% der durch die Wal-
ze A aufgetragenen Beschichtungsmenge wieder
entfernt. So kann eine ausreichende Benetzung der
Poren gesichert aber gleichzeitig die erfindungsge-
maf gewulnschte lebendige Struktur des beschich-
teten Substrats gesichert werden. Eine derartige
Entfernung einer gewissen Menge an Lack kann
durch eine Spachtelwalze erfolgen (die auch geeig-
net ist das Eindringen des Materials fir die Versie-
gelungsschicht in die Poren zu errechnen), die opti-
onal mit geeigneten weiteren Vorrichtungen ausge-
staltet ist, um die entfernte Lackmenge (Material fiir
die Versiegelungsschicht) auszubringen (also zu
verhindern, dass diese wieder mit dem Substrat in
Kontakt kommt).

c) Das (ggf. weitere, d.h. zusétzlich zur Entfernung
durch Walze B) teilweise Entfernen der Versiege-
lungsschicht aus den Poren erfolgt bevorzugt mittels
einer Glattwalze C. Diese ist typischer Weise so ein-
gestellt, dass sie das gleiche Material (z. B. ein UV
hartender Lack) wie die Auftragungswalze (z.B. die
Spachtelmaschine) auftragt, aber auf minimalste
Auftragsmenge eingestellt ist. Effektiv wird dadurch
nun Uberschissiges Material aus den Poren wieder
entfernt und die Poren-Struktur des Holzes wieder
sichtbar. In einer bevorzugten Ausfiihrungsform,
wenn bereits durch Walze B eine gewisse Menge
des Materials fiir die Versiegelungsschicht wieder
entfernt wurde, werden dabei etwa 5 bis 30% der
urspriinglichen Auftragsmenge (Walze A), bevor-
zugt 10 bis 20% entfernt. Auch hier sind die spezifi-
sche Ausgestaltung des Verfahrens und die Ausge-
staltung der notwendigen Vorrichtung (beispielswei-
se der Glattwalze) dem Fachmann bekannt bzw. er
kann diese durch einfache Vorversuche einstellen.
Wourde durch die Walze B kein Material entferntkann
die durch die Walze C zu entfernende Materialmen-
ge auch hoher sein (durch geeignete Einstellungen).
Geeignete prozentuale Werte fiir die Materialentfer-
nung sind 15 bis 70%, bevorzugt 25 bis 45%. Alter-
nativ kann auch eine zweite Walze C vorgesehen
werden, wobei die durch die Walzen C jeweils zu
entfernenden Materialmengen gleich oder verschie-
den sein kénnen.

d) Das Ausharten der Versiegelungsschicht erfolgt
in konventioneller Art und Weise, z. B mit UV-Licht
(meistens Quecksilberdampflampe, 80 W/cm) bei
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Einsatz eines UV-hartbaren Lacks. Derartige Lacke
und damit die Aushartung mit UV-Licht ist erfin-
dungsgemal bevorzugt, da so sehr schnell ein stra-
pazierbarer fester Lackfilm erhalten werden kann.
Die Aushartung kann bei Einsatz anderer Lacktypen
variieren, so konnen thermisch aushéartende Lacke
beispielsweise mittels IR-Bestrahlung ausgehartet
werden. Der Fachmann kann dabei auf sein allge-
meines Fachwissen zurtickgreifen.

Beispiel

[0012] AufEichenholzparkett (fertig geschliffen, Schiliff
180, entstaubt) wurde ein Haftprimer (z. B. Hesse HUW
8831) mit einer Beschichtungsmenge von 10-15 g/m?
aufgebracht, anschlieRend wurde vollstdndig getrock-
net. Durch eine Walze A wurde ein UV-Lack (z. B. Hesse
UG 7328) bei einer Aufbringmenge von ca 50 g aufge-
bracht. Durch Einsatz einer Spachtelwalze B wurden
10-15 g entfernt aber gleichzeitig eine gute Eindringtiefe
des aufgetragenen Lacks in die Poren gesichert, so dass
eine Auftragungsmenge von 35-40 g/m2 verblieb, was
die Porenstruktur teilweise sichtbar machte, jedoch noch
nicht in einem ausreichenden Maf}. Durch den Einsatz
einer Glattwalze C wurden weitere 5-10 g entfernt, so
dass eine Beschichtungsmenge von ca 30 g/m2 verblieb.
Die Porenstruktur war gut sichtbar. AnschlieRend erfolg-
te eine Aushartung durch UV Bestrahlung (3 Hg-Strahler
80 W/cm) bei 18m/min Vorschub. Es wurde eine quali-
tativ hochwertige Lackbeschichtung erhalten, die Poren
waren versiegelt aber die Porenstruktur, wie erwiinscht
sichtbar. Ein Vergleichsbeispiel mit einem Lackauftrag
von 30 g/m2in einem Verfahren ohne Einsatz einer Glatt-
walze (gleiche Beschichtungsmenge) ergab eine unzu-
reichende und ungleichmaRige Lackbeschichtung. Es
konnte keine sichere Versiegelung der Poren erreicht
werden und die offenporige Struktur war nicht wie ge-
wiinscht gleichmaRig sichtbar (teilweise vollstandig glat-
ter Lackfilm, der keine Porenstruktur sichtbar lieR).
[0013] Das erfindungsgemaR versiegelte Parkett wur-
de im Hinblick auf Versiegelung der Poren evaluiert, um
sicherzustellen, dass das erfindungsgemal behandelte
Parkett nicht nur die Porenstruktur sichtbar lasst sondern
auch eine zuverlassige und vollstandige Versiegelung
ermdglicht.

[0014] Testergebnisse:

o keine Anférbung der Pore durch Methylenblau-L&-
sung

o keine Verfarbung (Benetzung) des Holzes nach
Wassertest, z.B. fiir 16 h

o Dies beweistdie zuverlassige und vollstédndige Ver-
siegelung bis in die Tiefen der Poren hinein.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Beschichtung von Substraten mit of-
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fenen Poren und/oder Substraten mit einer struktu-
rierten Oberflache, umfassend die folgenden Ver-
fahrensschritte:

a) Bereitstellen eines Substrats mit offenen Po-
ren und/oder einer strukturierten Oberflache

b) Aufbringen einer Versiegelungsschicht, be-
vorzugt mittels Walzen A und B (wie in einer
Spachtel- oder Reversmaschine)

c) teilweises Entfernen der Versiegelungs-
schicht aus den Poren und/oder von der struk-
turierten Oberflache mittels einer Walze C.

Verfahren nach Anspruch 1, weiter umfassend die
Hartung und/oder Trocknung der Versiegelungs-
schicht.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2, wo-
bei die Menge an Material fur die Versiegelungs-
schicht mittels einer Dosierwalze gesteuert wird.

Verfahren nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriiche, wobei die Versiegelungsschicht ein
UV-Lack ist.

Verfahren nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriiche, wobei das Substrat ein Substrat mit
offenen Poren ist, vorzugsweise ein Substrat mit ei-
ner Oberflache aus Eichenholz.

Verfahren nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriiche, wobei Walze C eine Glattwalze ist.

Verfahren nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriiche, wobei das Substrat ausgewahlt ist
unter Parkett, furnierten Spanplatten oder Faserplat-
ten (MDF- oder HDF-Platten).

Verfahren nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriiche, wobei die Auftragungsmenge an
Versiegelungsschicht von 10 bis 200, bevorzugt von
20 bis 100 g/mZ2 betragt.

Verfahren nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriiche, wobei das Substrat vor der Bereit-
stellung einer Vorbehandlung unterworfen wird, aus-
gewahlt unter Schleifbehandlung und/oder Primer-
auftrag und/oder Beizeauftrag.

Verfahren nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriiche, wobei durch Walze B bereits 10 bis
40% der aufgebrachten Menge des Materials fir die
Versiegelungsschicht wieder entfernt werden.

Verfahren nach mindestens einem der vorstehen-
den Anspriiche, wobei durch die Walze C von 5 bis
30% der aufgebrachten Menge des Materials fir die
Versiegelungsschicht wieder entfernt werden.
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12. Verfahren nach mindestens einem der vorstehen-

den Anspriiche, wobei die erhaltene versiegelte Hol-
zoberflache den Erfordernissen der DIN EN 68861-1
entspricht.
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Figur 1 a)

Figur 1 b)
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